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证券代码：688720 证券简称：艾森股份

江苏艾森半导体材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-002

投资者关系活动类

别

☑特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观 ☑电话会议

□其他

参与单位名称

银华基金、中欧基金、招商基金、长信基金、长江证券、中邮证券、国

投证券、山西证券、海通证券、鹤禧投资、万家基金、浙商证券、上银

基金、国富基金、国投瑞银基金、华泰证券、Elephas Global Fund、太

平养老、华泰保兴基金、国联证券、上海肇万资产、申万宏源、睿郡资

产、华创证券、德邦证券、建信养老、长城基金、兴全基金、长江养

老、中泰证券、天弘基金、海富通、鑫元基金、东方证券自营、招商信

诺资管、中金基金、浙商资管、光大永明、灏霁投资、东方阿尔法基

金、国君资管、大家资产、惠升基金、西部利得基金、上海紫阁投资

时间 2023 年 12 月 15 日

地点 公司会议室及线上

上市公司

接待人员姓名

副总经理、董事会秘书、财务总监：陈小华

证券事务代表：徐雯

投资者关系活动主

要内容介绍

说明：对于已发布的重复问题，本表不再重复记录。

问题一：请问公司与盛合晶微合作吗？产品是什么？销量多少？

回答：公司铜蚀刻液产品主要客户包括盛合晶微，2022 年度销售收入约
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232.88 万元，另外，公司先进封装用 g/i 线负性光刻胶（bumping）在盛

合晶微测试认证中。

问题二：公司在传统封装和先进封装领域的收入占比各多少？

回答：2022 年度，传统封装收入占比 63.53%，先进封装收入占比

20.62%。

问题三：公司自产光刻胶的进展情况。

回答：1、公司先进封装用 g/i 线负性光刻胶应用于先进封装领域的电镀

铜工艺（Bumping 工艺），已在长电科技、华天科技实现批量供应。

2、公司 OLED 阵列制造用正性光刻胶产品对标德国默克产品，通过了京

东方的两膜层 OLED 阵列制造用正性光刻胶测试认证，处于小批量供应阶

段，目前正在进行全膜层测试认证。

3、晶圆制造 i线正性光刻胶在华虹宏力实现小批量供应。

问题四：公司未来关于光刻胶的研发方向？

回答：公司未来三年光刻胶的研发方向仍立足于先进封装、显示面板和

PSPI 三大领域，并适当向更高分辨率的 KrF/ArF 光刻胶延伸。

在先进封装领域，公司将继续利用自身在先进封装领域的客户优势及行

业经验，在现有先进封装用 g/i 负性光刻胶的基础上，逐步丰富产品

线，完成适用于 RDL、金凸块工艺的光刻胶研发；

在显示面板领域，将持续推进 OLED 阵列制造用光刻胶全膜层应用的测试

认证工作，同时进一步丰富产品线，完成 LTPS 阵列制造用正性光刻胶的

研发。

公司将继续攻关集成电路、显示面板制造的关键材料 PSPI，完成先进封

装、晶圆制造所需的 PSPI 产品研发。

关于本次活动是否

涉及应当披露重大

信息的说明

无
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附件清单（如有） 无

日期 2023 年 12 月 15 日


